
JP 4924612 B2 2012.4.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に電子機器を収容する金属製筐体と、前記金属製筐体上に設けられた、無機充填材
を含む接着層と、前記接着層を介して前記金属製筐体に被覆された樹脂フィルムとを備え
ることを特徴とする電子機器用筐体。
【請求項２】
　金属製筐体がマグネシウム（Ｍｇ）合金からなる請求の範囲第１項に記載の電子機器用
筐体。
【請求項３】
　更に、樹脂フィルムにおける樹脂層と金属製筐体との間に、印刷層を備える請求の範囲
第１項又は第２項に記載の電子機器用筐体。
【請求項４】
　樹脂フィルムが、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）、及びポリ乳酸（ＰＬＡ）のいずれかの熱可塑性
樹脂を含む請求の範囲第１項から第３項のいずれかに記載の電子機器用筐体。
【請求項５】
　接着層が、熱可塑性ゴムを含む請求の範囲第１項から第４項のいずれかに記載の電子機
器用筐体。
【請求項６】
　熱可塑性ゴムがニトリルゴム及びクロロプレンゴムのいずれかである請求の範囲第５項
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に記載の電子機器用筐体。
【請求項７】
　無機充填材の添加量が、接着層の質量に対して、１～２０質量％である請求の範囲第１
項から第６項のいずれかに記載の電子機器用筐体。
【請求項８】
　無機充填材が、炭酸カルシウム、タルク、及びアルミ粉の少なくとも１つを含む請求の
範囲第１項から第７項のいずれかに記載の電子機器用筐体。
【請求項９】
　金属製筐体に、無機充填材を含む接着剤を塗布する工程と、樹脂フィルムを加熱により
軟化させる工程と、前記加熱により軟化した樹脂フィルムを、前記接着剤が塗布された前
記金属製筐体に被覆する工程と、前記被覆された樹脂フィルムを前記金属製筐体に密着さ
せる工程とを含むことを特徴とする電子機器用筐体の製造方法。
【請求項１０】
　更に、樹脂フィルムにおける樹脂層と金属製筐体との間に、印刷層を形成する工程を含
む請求の範囲第９項に記載の電子機器用筐体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電
話機等の電子機器を内部に収容する電子機器用筐体及びその製造方法に関し、製造歩留ま
り及び装飾性（加飾性）に優れた電子機器用筐体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話機などの
電子機器は、今日のＣＰＵや内部構成部品の共通化に伴い、差別化が難しくなっている。
これらの電子機器において差別化を図るためには、軽くて強いという電子機器用筐体の携
帯性の向上と、色調、光沢などの電子機器用筐体の外観における装飾性の向上とが必要で
ある。
【０００３】
　電子機器用筐体の携帯性を向上するために、例えば、軽量のＭｇ合金を使用したものや
、炭素繊維（ＣＦ）又はガラス繊維（ＧＦ）をポリカーボネート（ＰＣ）樹脂又はポリア
ミド（ＰＡ）樹脂に添加してなる高剛性プラスチックを使用したものや、炭素繊維（ＣＦ
）を熱硬化性プラスチックに含浸させた材料を使用したものなどが知られている。一方、
電子機器用筐体の装飾性を向上するために、アルミ粉を添加したメタリック多層塗装、ク
リア塗装によるピアノ調の光沢塗装などが適用されている。また、今後、電子機器用筐体
に、模様、文字、絵等をプリントする等の要望が高まると予想される。
【０００４】
　Ｍｇ合金からなる筐体は、ダイカストやチクソモールド等を成形製作する際に、引け、
ボイド、湯流れ跡（湯皺）等の成形不良部分が発生する割合が高いことが知られている。
このＭｇ合金筐体の成形不良（引け、ボイド、湯流れ跡（湯皺）等）は、塗装後において
も外観不良の原因となる。そこで塗装前に、この成形不良を補填するため、手作業による
パテ塗りや、ＵＶコーティング等を行うことが必要となり、コストアップの原因となって
いる。即ち、Ｍｇ合金筐体は、成形が難しい、量産性が低い、成形後の表面の平坦化処理
が必要である等の問題がある。
【０００５】
　また、筐体の装飾性を向上するためのスプレー塗装は、下塗り（プライマー）と上塗り
を行う必要があるので、目的とする物以外の夾雑物の混入（コンタミ）による外観不良が
起こりやすく、製造歩留まりが低下しやすいという問題もある。特に、金属感を引き出す
ための光沢塗装は、塗装を複数回行う必要があるので、埃やゴミが混入するというコンタ
ミにより製造歩留まりが低下しやすいという問題がある。
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【０００６】
　上述したように、電子機器用筐体の製造歩留まり及び装飾性の両方の向上を同時に図る
には多数の問題がある。例えば、優れた装飾性を有するＭｇ合金筐体を安価に提供するの
は困難である。なお、装飾性に関する問題は、Ｍｇ合金を使用した筐体に限らず、Ｍｇ合
金以外のＡｌ、Ｔｉなどの金属製筐体や樹脂製筐体を用いた場合も同様である（例えば、
特許文献１及び特許文献２参照)。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１６０８９８号公報
【特許文献２】特許第３６４１２３３号公報
【発明の開示】
【０００８】
　本発明は、従来における問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。本発
明は、製造歩留まり及び装飾性（加飾性）に優れた電子機器用筐体及びその製造方法を提
供することを目的とする。
【０００９】
　前記課題を解決するための本発明は、以下の通りである。
　本発明の電子機器用筐体は、内部に電子機器を収容する金属製筐体と、前記金属製筐体
に被覆された樹脂フィルムとを備えることを特徴とする。該電子機器用筐体では、内部に
電子機器を収容する金属製筐体と、前記金属製筐体に被覆された樹脂フィルムとを備える
ので、樹脂フィルムが金属製筐体の表面における成形不良（引け、ボイド、湯流れ跡（湯
皺）等）を覆い隠し、例えば、成形不良を補填するためのパテ塗りやＵＶコーティングが
不要となる。この結果、電子機器用筐体の製造歩留まり及び装飾性（加飾性）の向上を両
立することができる。
　本発明の電子機器用筐体の製造方法は、樹脂フィルムを加熱により軟化させる加熱工程
と、前記加熱された樹脂フィルムを、前記金属製筐体に被覆する被覆工程と、前記被覆さ
れた樹脂フィルムを前記金属製筐体に密着させる密着工程とを含むことを特徴とする。該
電子機器用筐体の製造方法では、加熱工程において樹脂フィルムが加熱により軟化し、被
覆工程において加熱された樹脂フィルムが金属製筐体に被覆され、密着工程において被覆
された樹脂フィルムが金属製筐体に密着する。その結果、製造歩留まりを向上することが
できると共に、高い意匠性を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の電子機器用筐体の一例の構成を示す断面図である。
【図２】図２は、図１における金属製筐体としてのＭｇ合金筐体の斜視図である。
【図３】図３は、本発明の電子機器用筐体の製造方法の一例を説明するための概略図であ
り、樹脂フィルムを加熱する工程を表す。
【図４】図４は、本発明の電子機器用筐体の製造方法の一例を説明するための概略図であ
り、金属製筐体を樹脂フィルムで被覆する工程を表す。
【図５】図５は、本発明の電子機器用筐体の製造方法の一例を説明するための概略図であ
り、金属製筐体の端部裏まで樹脂フィルムを巻き込ませて密着させる工程を表す。
【図６】図６は、本発明の電子機器用筐体の製造方法の一例を説明するための概略図であ
り、トリミングする(不要な箇所を切除する)工程を表す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面を参照して具体的に説明する。なお、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１２】
（電子機器用筐体）
　本発明の電子機器用筐体は、金属製筐体と、前記金属製筐体に被覆された樹脂フィルム
と、その他の部材を備えてなる。例えば、図１に示すように、電子機器用筐体１００は、
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金属製筐体１と、前記金属製筐体１に被覆された樹脂フィルム５と、その他の部材を備え
る。
【００１３】
－金属製筐体－
　金属製筐体１は、内部に電子機器を収容するものであり、例えば、Ｍｇ合金（ＡＺ９１
Ｄ：Ａｌ９質量％、Ｚｎ１質量％）からなるＭｇ合金筐体（図２）である。この金属製筐
体１は金属（例えば、Ｍｇ合金、Ａｌ合金、Ｔｉ合金、純Ａｌ等）製であることが好まし
いが、これに限らず、樹脂製であってもよい。
【００１４】
－樹脂フィルム－
　樹脂フィルム５は、厚みが０．１～１．０ｍｍであり、金属製筐体１の上に形成された
接着層２と、接着層２の上に形成された印刷層３と、印刷層３の上に形成された樹脂層４
とが積層されたものである。樹脂フィルム５が接着層２を有すると、金属製筐体１と樹脂
フィルム５との密着を強固にすることができる。
【００１５】
　また、この樹脂フィルム５（樹脂層４）は、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）、及びポリ乳酸（ＰＬ
Ａ）のいずれかの熱可塑性樹脂を含むことが好ましい。樹脂フィルム５（樹脂層４）が、
ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリメタクリル酸
メチル（ＰＭＭＡ）、及びポリ乳酸（ＰＬＡ）のいずれかの熱可塑性樹脂を含むと、他の
熱可塑性樹脂を含む場合と比較して、電子機器用筐体１００の製造歩留まり及び装飾性（
加飾性）を向上することができる。
【００１６】
　また、金属製筐体１を覆った樹脂フィルム５の表面５ａに、強度を高くするための耐摩
耗コーティング、汚れをつきにくくする疎水性コーティング等、いかなる表面処理を加え
てもよく、更に、塗装してもよく、また、樹脂フィルム５の表面５ａに凹凸等の形状を付
加してもよい。
　また、銀などの抗菌剤を含むコーティング剤、酸化チタン等の光触媒を含むコーティン
グ剤、指紋等をつきにくくする疎水性のコーティング剤等のコーティング処理を樹脂フィ
ルム５の表面５ａに行っても良い。
【００１７】
－接着層－
　接着層２として、熱硬化性接着剤、光硬化性接着剤等を用いることができるが、ハンド
リングやリサイクルの観点から、接着層２が柔軟性を有するニトリルゴム、クロロプレン
ゴム等の熱可塑性ゴムや、ホットメルト接着剤を含むことが好ましい。接着層２がニトリ
ルゴム、クロロプレンゴムなどの熱可塑性ゴム含むと、金属製筐体１と樹脂フィルム５と
の熱膨張の差による変形を抑制することができると共に、再加熱処理により金属製筐体１
と樹脂フィルム５とを解体することができ、電子機器用筐体１００の分別及びリサイクル
が可能となる。
【００１８】
　また、接着層２は、炭酸カルシウム、タルク、アルミ粉等の無機充填材を含むことが好
ましい。接着層２が無機充填材を含むと、接着層２を形成しているニトリルゴム、クロロ
プレンゴムなどの接着剤と協働して、金属製筐体１の成形不良（引け、ボイド、湯流れ跡
（湯皺）等）部分に対して、パテと同様の効果を得ることができる。また、無機充填材と
してアルミ粉を接着層２に添加すると、金属製筐体１の光沢低下を抑えることができる。
なお、該光沢低下は、印刷層３及び樹脂層４に対する接着層２の影響に起因するものであ
る。
【００１９】
　接着層２として、例えば、厚み０．２ｍｍのニトリルゴム系接着剤（セメダイン５２１
、セメダイン株式会社製）にタルク（Ｋ－１、日本タルク株式会社製）を１０質量％添加
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したものや、厚み０．１ｍｍのクロロプレンゴム系接着剤（セメダイン５７５、セメダイ
ン株式会社製）にアルミ粉（スパーファインＮｏ．２２０００、大和金属粉工業株式会社
製）を５質量％添加したものを用いることができる。
【００２０】
　また、接着層２の厚みは０．０５～０．５ｍｍの範囲内であることが好ましい。
【００２１】
　また、無機充填材の添加量は、接着層２の質量に対して、１～２０質量％であることが
好ましい。
【００２２】
－印刷層－
　印刷層３は、顔料、染料、インクの材質は問わず、文字、模様、単色、カラーのいかな
る印刷を用いてもよく、さらに蓄光成分、蛍光成分などを付与してもよい。本発明の電子
機器用筐体１００では、印刷層３を形成することによって、金属製筐体１に通常用いられ
る塗装によっては付与が困難な金属感や光沢感等を容易に呈することができ、意匠性及び
装飾性の向上を容易に実現できる。なお、印刷層３（インク層）は、樹脂フィルム５の最
上層、樹脂層４の下のいずれに形成しても同様の効果が得られる。
【００２３】
－樹脂層－
　樹脂層４として、例えば、厚み０．３ｍｍのＰＣシート（ユーピロンＦＥ２０００－Ｍ
１２、三菱エンプラ株式会社製）や、厚み０．５ｍｍのＡ－ＰＥＴシート（ノバクリアー
　ＳＨ０４６、三菱樹脂株式会社製）を用いることができる。
【００２４】
　樹脂層４としてＰＣシートを用いると、樹脂フィルム５の表面部の硬度を簡易に向上す
ることができる。
【００２５】
　樹脂層４としてＡ－ＰＥＴシートを用いると、金属製筐体１の側壁やＲ形状部に対する
追従が可能となり、複雑な形状の金属製筐体１であっても樹脂フィルム５で覆うことがで
きる。
【００２６】
　更に、樹脂層４にＵＶカチオン系ハードコート、アクリル系ハードコート、メッキ、蒸
着などの表面処理を施すと樹脂フィルム表面の硬度を簡易に向上することができる。
【００２７】
－その他の部材－
　電子機器用筐体１００は、必要に応じて、その他の部材を備えていてもよい。
【００２８】
　以上のように、印刷層３が意匠性及び装飾性の向上に寄与し、接着層２が製造歩留まり
の向上に寄与するので、樹脂フィルム５で金属製筐体１を覆うことにより、金属製筐体１
の表面における成形不良（引け、ボイド、湯流れ跡（湯皺）等）を覆い隠すことができ、
例えば、成形不良を補填するための塗装が不要となる。この結果、電子機器用筐体１００
の製造歩留まり及び装飾性（加飾性）の向上を両立することができる。
【００２９】
　また、樹脂フィルム５で金属製筐体１を覆うことにより、電子機器用筐体１００（金属
製筐体１）の表面形状を任意に設定することができる。例えば、樹脂フィルム５の樹脂層
４にエンボス加工を施すことによって触感を向上したり、樹脂フィルム５の樹脂層４の表
面粗さを調節することによって滑りにくくしたり、光沢度を自由に設定したりすることが
できる。
【００３０】
（電子機器用筐体の製造方法）
　本発明の電子機器用筐体の製造方法は、接着層形成工程と、圧空成形工程とを含む。
【００３１】
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－接着層形成工程－
　まず、金属製筐体１上に樹脂フィルム５（印刷層３及び樹脂層４）を被覆する前に、金
属製筐体１に、接着剤及び無機充填剤を塗布し、後に樹脂フィルムの一部となる接着層２
を形成する。この接着層２は、厚みが０．２ｍｍとなるまでスプレー塗布（スクリーン印
刷）されることにより形成される。金属製筐体１の表面に、スプレー塗布、スクリーン印
刷などにより接着層２を形成すると、金属製筐体１の成形不良（引け、ボイド、湯流れ跡
（湯皺）等）部分が、接着剤及び無機充填剤で埋まり、パテと同等の効果が得られ、金属
製筐体１の表面の補填効果を大きくすることができる。
【００３２】
　その後、６０℃、３０ｍｉｎ加熱乾燥することにより、接着剤中の溶剤が揮発し、接着
剤が固化する。これにより、接着剤の粘着力が押さえられ、夾雑物の混入（コンタミ）を
防止することができ、更に、持ち運び、金型へのセッティング等において、ハンドリング
をし易くすることができ、作業が簡易になる。
【００３３】
－圧空成形工程－
　圧空成形工程は、樹脂フィルム５（印刷層３及び樹脂層４）を加熱により軟化させる加
熱工程と、加熱された樹脂フィルム５を、金属製筐体１に被覆する被覆工程と、被覆され
た樹脂フィルム５を金属製筐体１に密着させる密着工程と、金属製筐体１に密着していな
い樹脂フィルム５を切除する切除工程とを含む。この圧空成形工程は、後述する圧空成形
に真空成形の要素を取り入れたものである。
【００３４】
　圧空成形とは、加熱により軟化させたシートを、３～５ｋｇ／ｃｍ（０．０３～０．０
５ｋｇ／ｍ）の圧縮空気により、型に密着させ、所定の形状を得る方法であり、後述する
真空成形よりも精密な形状を要求される場合に適している。型に接触する面を製品の表面
にすることで、射出成形と同等のシャープなデザインを表現することができ、アンダーカ
ットやリエントラント形状の成形が可能である。
【００３５】
　なお、真空成形とは、加熱により軟化させた板状樹脂を、凸状又は凹状の型に押圧して
板状樹脂と型との間にある空気を下から吸引することで真空に近い状態を作り出し、型に
板状樹脂を密着させて、板状樹脂を意図する形状に成形する成形法である。この真空成形
は、簡単な形状のスポイラーやオートバイのカウリングなどの成形に用いられ、特にモデ
ルの試作など造形物の片面だけを複製する場合には、安価で、なおかつ短納期で製作する
ことができる。
【００３６】
本発明の電子機器用筐体１００を製造方法において、金属製筐体１に樹脂フィルム５（印
刷層３及び樹脂層４）を覆う圧空成形を行う際、図３～６に示す圧空成形機３０を用いた
。
【００３７】
　先ず、金属製筐体１を凸状又は凹状の型３１にセットし、樹脂フィルム５をヒーター３
２を用いて加熱して軟化させる（図３）。ここで、樹脂フィルム５の表面温度は、樹脂フ
ィルム５の材質により設定される。例えば、樹脂フィルム５の材質がポリカーボネート（
ＰＣ）である場合、樹脂フィルム５の表面温度を１３０℃とした。樹脂フィルム５を軟化
した後、金属製筐体１を樹脂フィルム５で被覆する（図４）。樹脂フィルム５を、金属製
筐体１がセットされた凸状又は凹状の型３１に押圧して、金属製筐体１（樹脂フィルム５
）と型３１との間の空気を下方から吸引することにより圧空成形機３０内を真空にし、金
属製筐体１と樹脂フィルム５とを密着させる。その際、樹脂フィルム５の上方から５ｋｇ
／ｃｍ（０．０５ｋｇ／ｍ）の圧縮空気を吹き付けることによって加圧し、金属製筐体１
及び樹脂フィルム５を型３１に密着させて、樹脂フィルム５を金属製筐体１の形状にする
（図５）。この時、接着層２は、再溶融して、金属製筐体１と樹脂フィルム５とを強固に
接着する。このとき、筐体サイド等への樹脂フィルム５の巻き込みによるアンカー効果も
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、金属製筐体１と樹脂フィルム５との密着に寄与する。その後、金属製筐体１に密着して
いない樹脂フィルム５を切除し（トリミングし）（図６）、電子機器用筐体１００を得る
ことができる。
【００３８】
　本発明の製造方法によれば、金属製筐体１が樹脂フィルム５で被覆されているため、高
い意匠性をもつ金属製筐体１を簡単に加飾できるため、低コストでの大量生産を実現でき
る。
【００３９】
　以下、本発明の実施例を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定され
るものではない。
【００４０】
(実施例１)
　Ｍｇ合金（ＡＺ９１Ｄ：Ａｌ９質量％、Ｚｎ１質量％）からなるＭｇ合金筐体上に、厚
み０．７ｍｍの樹脂フィルムを上述した圧空成形により被覆した電子機器用筐体を作製し
た。ここで、被覆した樹脂フィルムは、樹脂層としての厚み０．５ｍｍのＡ－ＰＥＴシー
ト（ノバクリアー　ＳＨ０４６、三菱樹脂株式会社製）、厚み０．１ｍｍの印刷層、及び
接着層としての厚み０．１ｍｍのクロロプレンゴム系接着剤（セメダイン５７５、セメダ
イン株式会社製）にアルミ粉（スパーファインＮｏ．２２０００、大和金属粉工業株式会
社製）を５質量％添加した層で構成される。
【００４１】
（比較例１）
　Ｍｇ合金（ＡＺ９１Ｄ：Ａｌ９質量％、Ｚｎ１質量％）からなるＭｇ合金筐体上に、ウ
レタン塗料をスプレー塗装にした電子機器用筐体を作製した。
【００４２】
　上述した実施例１及び比較例１の電子機器用筐体の光沢度を、グロスチェッカーＩＧ－
３３１（株式会社堀場製作所製）を用いて評価した。その結果、比較例１の電子機器用筐
体の光沢度が４５であるに対し、実施例１の電子機器用筐体の光沢度が６０であった。こ
れにより、実施例１の電子機器用筐体は高い光沢度を容易に達成することができることが
分かった。
【００４３】
（比較例２）
　実施例１と同様にＭｇ合金（ＡＺ９１Ｄ：Ａｌ９質量％、Ｚｎ１質量％）からなるＭｇ
合金筐体上に、厚み０．７ｍｍの樹脂フィルムを上述した圧空成形により被覆した電子機
器用筐体を作製した。ここで、被覆した樹脂フィルムは、樹脂層としての厚み０．５ｍｍ
のＡ－ＰＥＴシート（ノバクリアー　ＳＨ０４６、三菱樹脂株式会社製）、厚み０．１ｍ
ｍの印刷層、及び接着層としての厚み０．１ｍｍのクロロプレンゴム系接着剤（セメダイ
ン５７５、セメダイン株式会社製）のみとし、無機物を充填していない。
【００４４】
　上述した、実施例１と比較例１及び２のヒケ量を測定した。ヒケ量は、電子機器用筐体
表面の凹凸を表面形状測定器（アルバック社製　Ｄｅｋｔａｋ３０　３０ＳＴ）を用いて
測定した。その結果、比較例１の電子機器用筐体のヒケ量が５０μｍ、比較例２の電子機
器用筐体のヒケ量が３０μｍであるのに対し、実施例１の電子機器用筐体のヒケ量が１０
μｍ以下であった。これにより、実施例１の電子機器用筐体はヒケ量が小さく、成形不良
を容易に目立たなくできることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明によると、従来における前記問題を解決し、金属製筐体を樹脂フィルムで被覆す
ることにより、製造歩留まりと装飾性（加飾性）の両方に優れた電子機器用筐体を提供で
きる。
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